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VERWENDETE FORMELZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN 

Größe Einheit Erklärung 

λ W / m K Wärmeleitfähigkeit 

α 10-6 / K Längendehnungskoeffizient 

γ 1/K Volumendehnungskoeffizient 

V0 m³ Ausgangsvolumen 

T0 °C Ausgangstemperatur 

tan δ - Dielektrischer Verlustfaktor 

εr - Dielektrische Verlustzahl 

µ0 1,256*10-6

V s / A m 

Permeabilitätskonstante, absolute,  

µr -; - Permeabilität, relative; Dipolmoment  

Q J Wärmemenge 

Q W Wärmestrom 

q W / m² Wärmestromdichte 

I A Stromstärke 

R Ω; - Ohmscher Widerstand; Reaktionsgeschwindigkeit 

t s Zeit 

f Hz Frequenz 

δ mm; mm Stromeindringtiefe; Klebschichtdicke 

ζ Ω mm² / m Spezifischer elektrischer Widerstand 

B T Induktion 

H A / m Magnetische Feldstärke 

P W / m Leistungsübertragungskonstante 

r m Radius, bzw. Abstand zum Leiter 

F - Leistungsübertragungskonstante 

ρ kg / m³ Dichte 

.

.
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N - Windungszahl 

L mm Länge 

σ N / mm² Spannung 

E kN / mm² Elastizitätsmodul 

ε -; - Dehnung; Emissionszahl 

β K-1 Kubischer Dehnungskoeffizient 

Abkürzung Erklärung 

EP Epoxidharz 

FT Fügeteil 

HF Hochfrequenz 

IR Infrarot 

IGBT Insulated Bipolar Transistor 

KTL Kathodische Tauchlackierung 

MF Mittelfrequenz 

PUR Polyurethan 

PWM Pulsweitenmodulation 

c Spezifische Wärmekapazität 

WLP Wärmeleitpaste 


